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Veranstaltungsnummer: VA26-00800

Vergießen in der Elektrotechnik und

Elektronik

Termin

Di. 10.03.2026, 09:00 Uhr —

Mi. 11.03.2026, 16:00 Uhr

Veranstaltungsort

Haus der Technik e.V.

Hollestr. 1

45127 Essen

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.495,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.395,00 €*

Online-Teilnahme 1.495,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.395,00 €*

Hybrid

Weitere Informationen und die

Möglichkeit zur Online-Buchung

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ der

Veranstaltungs-Webseite.

Stand: 06.06.2025, 07:47 Uhr
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Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik

Übersicht zu den Anwendungsbereichen und Entscheidungskriterien des Vergießens�

äFIVWMGLX�þFIV�:IVKYWWQEXIVMEPMIR

)MRWEX^TSXIR^MEP�YRXIVWGLMIHPMGLWXIV�:IVKYWWQEXIVMEPMIR

2IYIVI�)RX[MGOPYRKIR�FIM�HIR�1EXIVMEPMIR

%YW[ELP��'LEVEOXIVMWMIVYRK�YRH�5YEPM«OEXMSR

%TTPMOEXMSRWXIGLRMO

*VEKIR�HIW�%VFIMXWWGLYX^IW

(IV�)PIOXVSZIVKYWW�OSQQX�XVSX^�WIMRIV�&IHIYXYRK�JEOXMWGL�MR�OIMRIV�%YWFMPHYRK�ZSV��WS�HEWW�ZMIPI�%R[IRHIV

HERR�MR�HIV�4VE\MW�ZSV�YRFIOERRXIR�,IVEYWJSVHIVYRKIR�WXILIR��(MIWI�0þGOI�[MPP�HEW�7IQMREV�WGLPMI�IR�YRH

[IRHIX�WMGL�^YRêGLWX�ER�Einsteiger� HMI�WMGL�RIY�MR�HEW�8LIQE�IMREVFIMXIR�QþWWIR�YRH�IMRIR�äFIVFPMGO

FIRúXMKIR��)W�[IVHIR�EFIV�EYGL�RIYI�%WTIOXI�YRH�EOXYIPPI�4VE\MWFIMWTMIPI�EYJKIKVMJJIR��WS�HEWW�Anwender

mit langjähriger Erfahrung�MLV�;MWWIR�^YQ�)PIOXVSZIVKYWW�EYJJVMWGLIR�YRHÉEYWFEYIR�OúRRIR�

Zum Thema

-QQIV�QILV�IPIOXVSRMWGLI�&EYKVYTTIR�[IVHIR�LIYXI�MR�[MHVMKIV�9QKIFYRK�IMRKIWIX^X��MR�HIRIR�WMI
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YRZIV^MGLXFEV��+PIMGL^IMXMK�WSPPIR�LêY«K�HMI�IPIOXVMWGLI�-WSPEXMSR�YRH�;êVQIEFPIMXYRK�ZIVFIWWIVX�[IVHIR�

)W�WXIPPX�WMGL�RYV�HMI�*VEKI�[MI�QEGLX�QER�IW�VMGLXMK#�;IPGLIW�WMRH�HMI�TEWWIRHIR�1EXIVMEPMIR�YRH
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Zielsetzung
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1EXIVMEPMIR�
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4SP]YVIXLERI��EFIV�EYGL�7MPMOSRI��)TS\MHI�SHIV�PMGLXLêVXIRHI�1EXIVMEPMIR�

%YGL�HMI�%YW[ELP��'LEVEOXIVMWMIVYRK�YRH�5YEPM«OEXMSR�ZSR�:IVKYWWQEXIVMEPMIR�HEVJ�RMGLX�JILPIR��(MI

%TTPMOEXMSRWXIGLRMO�IMR��YRH�ZSV�EPPIQ�^[IMOSQTSRIRXMKIV�:IVKYWWQEWWIR�WXIPPX�IMRIR�[IMXIVIR

7GL[IVTYROX�HEV��,MIV^Y�KILúVX�RIFIR�HIV�&IVþGOWMGLXMKYRK�HIV�/SRWXVYOXMSR�YRH�+Vú�I�HIW�&EYXIMPW�EYGL

HIV�RSX[IRHMKI�+VEH�HIV�%YXSQEXMWMIVYRK��%FKIVYRHIX�[MVH�HEW�7IQMREV�QMX�*VEKIR�HIW�%VFIMXWWGLYX^IW

YRH�QMX�%R[IRHYRKWFIMWTMIPIR�EYW�)PIOXVSXIGLRMO�YRH�)PIOXVSRMO�

Programm
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15:35–15:45 Zusammenfassung

Prof. Dr. Andreas Hartwig

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM

15:25–15:35 Diskussion

14:30–14:40 Diskussion

13:35–13:45 Diskussion

12:50–13:35 Praxis des Vergießens

Dipl.-Ing. (FH) Jens-Hendrik Klingel

KC-Produkte GmbH

11:50–12:50 Gemeinsames Mittagessen

11:40–11:50 Diskussion

10:55–11:40 Lichthärtende Materialien in der Elektronikproduktion

Dr. Heiko Fauser

Panacol-Elosol GmbH

Acrylate und Epoxide als UV-Licht-härtbare Klebstoffe Grundlagen der UV-Härtung und

Reaktionsmechanismen lichthärtender Klebstoffe Lichthärtende Materialien...

10:35–10:50 Kaffeepause

10:25–10:35 Diskussion

09:40–10:25 Silicone in Elektroverguss und Batterietechnik

Michael Hartmann

Dow Silicones Deutschland GmbH

08:00–09:30 Trends in der Verkapselung von mikroelektronischen Aufbauten

Tina Thomas

Fraunhofer-Institut IZM

Epoxide als Material der WahlWie kommen die Epoxide auf die Baugruppe?Für welche

Anwendungen kommt das...

13:45–14:30 Schutz vor Korrosion und Migration für elektronische Komponenten durch

Beschichtungsmaterialien

Torben Kokernak

Lackwerke Peters GmbH & Co. KG

Ursachen klimabedingter Ausfälle Charakterisierung von Schutzlacken nach dem

Trocknungsmechanismus Schutzlacke und Vergussmassen im Vergleich
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14:40–15:25 Auswahlregeln für Vergussmassen

Prof. Dr. Andreas Hartwig

*VEYRLSJIV�-RWXMXYX�JþV�*IVXMKYRKWXIGLRMO�YRH�%RKI[ERHXI�1EXIVMEPJSVWGLYRK�-*%1

10.03.2026

18:00–21:00 Erfahrungsaustausch bei einem gemeinsamen Abendessen

13:35–14:45 Auswahl der Dosiertechnik als Schlüssel zum erfolgreichen Verguss

Sebastian Schmitt

7GLIYKIRT¬YK�%+

14:55–15:20 Kaffeepause

15:20–16:30 Polyurethan – von weich bis hart – ein Generalist beim Elektroverguss

Dr. Jan Olaf Schulenburg

-73�)0)/86%�)PIOXVSGLIQMWGLI�*EFVMO�+QF,

17:35–17:36 Ende des ersten Veranstaltungstages

10:45–11:30 Verguss von Elektronik und LED in der Praxis

Manuel Huening

()1%/�+)61%2=�+QF,�G�S�+VIIR�&YWMRIWW�4EVO�'EVRETIVLSJ

Christoph Krammer

'0(�+IVQER]�+QF,

10:25–10:45 Kaffeepause

12:35–13:35 Gemeinsames Mittagessen

16:40–17:25 Die Alternative: Elektroverguss mit Polybutadienen

Dr. Lydia Heinrich

8]GS�)PIGXVSRMGW�6E]GLIQ�+QF,

11:40–12:25 Gesundheitsgefährdungen & Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gießharzen in der

Elektrotechnik

Dr. Stefanie Labs

&IVYJWKIRSWWIRWGLEJX�)RIVKMI�8I\XMP�)PIOXVS�1IHMIRIV^IYKRMWWI

Gießharze auf Basis von Epoxidharzen und IsocyanatenEinstufung der StoffeGefährdungen und

SchutzmaßnahmenGesetzliches Regelwerk und zukünftig erwartete...

10:15–10:25 Diskussion
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Prof. Dr. Andreas Hartwig

*VEYRLSJIV�-RWXMXYX�JþV�*IVXMKYRKWXIGLRMO�YRH�%RKI[ERHXI�1EXIVMEPJSVWGLYRK�-*%1
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Prof. Dr. Andreas Hartwig

*VEYRLSJIV�-RWXMXYX�JþV�*IVXMKYRKWXIGLRMO�YRH�%RKI[ERHXI�1EXIVMEPJSVWGLYRK�-*%1
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YRH�7MPMOSRIR8]TMWGLI�)MKIRWGLEJXIR�YRH�%R[IRHYRKWKIFMIXI�HIV���
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Referenten

DK

Dipl.-Ing. (FH) Jens-Hendrik Klingel

/'�4VSHYOXI�+QF,

/'�4VSHYOXI�+QF,�`�*VMSP^LIMQ

DF

Dr. Heiko Fauser

4EREGSP�)PSWSP�+QF,

*SVWGLYRK�
�)RX[MGOPYRK��4VSHYOXIRX[MGOPIV�ZSR�/PIFWXSJJIR

4EREGSP�)PSWSP�+QF,�`�7XIMRFEGL

SS

Sebastian Schmitt

7GLIYKIRT¬YK�%+

7GLIYKIRT¬YK�+QF,�`�2IYWXEHX

DS

Dr. Jan Olaf Schulenburg

-73�)0)/86%�)PIOXVSGLIQMWGLI�*EFVMO�+QF,

-WS�)PIOXVE�)PIOXVSXIGLRMWGLI�*EFVMO�+QF,�`�)P^I

MH

Michael Hartmann
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Dow Silicones Deutschland GmbH

(S[�7MPMGSRIW�(IYXWGLPERH�+QF,�`�;MIWFEHIR

TT

Tina Thomas

Fraunhofer-Institut IZM

*VEYRLSJIV�-RWXMXYX�JþV�>YZIVPêWWMKOIMX�YRH�1MOVSMRXIKVEXMSR��->1
�`�&IVPMR

DH

Dr. Lydia Heinrich

Tyco Electronics Raychem GmbH

4VSHYGX�)RKMRIIV

8]GS�)PIGXVSRMGW�6E]GLIQ�+QF,�`�&IVPMR

DL

Dr. Stefanie Labs

Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

&+�)RIVKMI�8I\XMP�)PIOXVS�1IHMIRIV^IYKRMWWI�4VêZIRXMSR�`�/úPR

TK

Torben Kokernak

Lackwerke Peters GmbH & Co. KG

0EGO[IVOI�4IXIVW�+QF,�
�'S��/+�`�/IQTIR

CK

Christoph Krammer

CLD Germany GmbH

MH

Manuel Huening

DEMAK GERMANY GmbH c/o Green Business Park Carnaperhof

()1%/�+)61%2=�+QF,�`�)WWIR

PH

Prof. Dr. Andreas Hartwig

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM
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